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3G手機射頻端變革分析
工研院IEK-ITIS計畫  林韋志 分析師

2.5G手機的發展趨勢為多媒體(Multi-Media)開發，現階段，系統的演進逐漸走入3G，發展趨勢除了多媒體開發外，另一重點為多模(Multi-Mode)開發，多模開發著重在射頻端系統間的解決方案， 在3G多模系統中，除了本身的3G系統及舊有的2.5G系統外，還有其他的Wireless Function，如：Bluetooth、GPS/AGPS、WLAN等。

由於不同系統間，射頻端所採用的元件不盡相同，以致於3G手機在多模開發時，必須使用2套或2套以上的射頻元件，因此3G手機朝向多模開發，相較於2.5G手機的多媒體開發，在射頻端的成本支出大幅提高，如何降低3G在射頻端的成本，有賴於射頻端零組件的變革。

工研院IEK針對市場與零組件技術的發展，認為降低3G手機射頻端成本的方法可由採用2.5G CMOS製程射頻元件，降低射頻端成本，及Wireless Function採用單晶片解決方案兩者來達成，以下由兩個方面去探討：

1.
3G結合2.5G的射頻端變革：2.5G CMOS製程射頻元件

手機射頻中的功率放大器，由於高頻特性的要求較為嚴苛，現階段，不論是在2.5G或3G的系統上，功率放大器大多採GaAs (砷化鎵)製程，而射頻收發器則採CMOS製程。

為了降低3G結合2.5G射頻端的成本，對於技術較為成熟的2.5G射頻元件，將改採CMOS製程；而3G的射頻元件，則因為效能的考量，還是維持GaAs與CMOS製程並存。

而2.5G CMOS製程射頻元件轉換的第一階段，將先針對2.5G的功率放大器，由原先的GaAs製程變為CMOS製程；第二階段，將整合2.5G的功率放大器、射頻收發器…等元件，成為2.5G CMOS射頻單晶片。

2.
Wireless Function的變革：單晶片解決方案

在手機上的Wireless Function中，Bluetooth發展較早，手機上的解決方案也由初期的RF、MAC為主的離散晶片，整合成RF+MAC的單晶片，預估GPS/AGPS及WLAN也將依循這樣的發展。

而Wireless Function單晶片解決方案的第一階段，將著重於各個Wireless Function RF+MAC單晶片的開發；第二階段的整合，則看好Bluetooth / WLAN整合的單晶片，由於兩系統使用的頻段同是免付費的公用頻段，促使此兩系統RF端整合的可能。












